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尚，NUBICベンチャークラブ特別会員，一般会員にはすでにお知らせしています。

レジストフィルムを用いた積層セラミック電子部品の製造方法表 題

積層セラミック製品適用製品

従来の積層セラミック電子部品の製造において，導体となる金属，また異種の材料をパ

ターンとして形成し，また，同時に平坦な表面を得ることを目的とする。

目 的

従来の積層セラミック電子部品の製造においては，導体パターンをスクリーン印刷に

よって形成し，導体層間はレーザによって穿孔穴を開け導体を充填することによって

行っていた。スクリーン印刷を用いる場合，平坦なシートに対して印刷部分が盛り上がる

ことが特徴であり，またレーザ穿孔によれば光の減衰により極度のテーパ形状を残すこと

が特徴である。したがって微細化する場合これらが障害となっている。

本法においてはレジストフィルムを用いることにより，導体などの異種材料を極微細な

パターンとして形成することができ，かつ平坦な表面を形成することができる。また，同様

に層間連絡用のパターンもテーパを軽減して形成できる。
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